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应用材料｜加速实现异质芯片设计与整合的技术蓝图 

 

应用材料发布新技术与能力，帮助客户加速实现异质芯片设计与整合的技术蓝图。应用材料

结合先进封装与大面积基板技术，与产业合作伙伴携手开发新解决方案，大幅改善芯片功率

、效能、单位面积成本与上市时间 ( P P A C t )。

应用材料公司加速异质的设计和整合异质整合让不同技术、功能与尺寸规格的芯片得以整合

在一个封装中，让半导体与系统业者获得前所未有的设计与制造弹性。应用材料公司是全球

最大的先进封装技术供应商，产品线囊括蚀刻 ( E TC H )、物理气相沉积 ( P V D )、化学气相沉

积 ( C V D )、电镀 ( E C D )、化学机械研磨 ( C M P )  、表面处理与退火。应用材料公司位于新加坡

的先进封装研发中心，拥有业界最广泛的产品组合，能为异质整合奠定稳固根基，包括先进

凸块、微凸块、细线重布线路层 ( R D L )、硅穿孔 ( T S V )与混合键合 ( H y b r i d  B o n d i n g )。  

针对异质整合先进封装技术，应用材料公司发布了三项至关重要的创新，包括裸晶对晶圆混

合键合、晶圆对晶圆叠合与先进基板。  

加速裸晶对晶圆的混合键合  

裸晶对晶圆混合键合使用铜对铜直接互连技术，提高 I / O密度并缩短小芯片之间的线路长度，

进而提升整体效能、功率与成本效益。为加速此技术的开发，应用材料公司在其先进封装研

发中心新增了先进软件模拟功能，在进入硬件开发阶段前先行评估与最佳化各种参数，例如

材料选择与封装架构，协助客户缩短学习周期与产品上市时间。这些是应用材料公司与贝思



半导体  ( B E  S e m i c o n d u c t o r )  在2 0 2 0年1 0月发布的共同开发协议中提到的功能。此协议的

目的是率先为裸晶型混合键合技术，提供完整且获产业认可的设备解决方案。  

 

贝思半导体技术长R u u r d  B o o m s m a表示：「透过与应用材料公司合作，我们对协同最佳化

设备解决方案有更深入了解。这些解决方案能帮助客户在晶圆生产环境中，运用复杂的混合

键合制程，在极短的时间内，贝思半导体与应用材料公司团队已在新加坡混合键合卓越中心

取得显著进展，不仅能更有效率地处理客户材料，同时也加速先进异质整合技术的发展。」  

为晶圆对晶圆混合键合开发协同最佳化的解决方案  

晶圆对晶圆接合技术，能让芯片制造商在单一晶圆上设计特定芯片架构，并在另一片晶圆上

设计不同的架构，再藉由这两片晶圆的接合，制造出完整的装置。为了达到高效能与良率，

前段制程步骤的质量非常重要，接合时的均匀度和对准度也不容轻忽。因此，应用材料公司

同时也宣布与益高科技 ( E V G )签订联合开发协议，共同为晶圆对晶圆接合开发协同最佳化的

解决方案。这项合作将结合应用材料公司在沉积、平坦化、植入、量测与检验领域的专业能

力，以及E V G在晶圆接合、晶圆前置处理与活化，以及接合对准和叠对量测方面的顶尖技术

。  

E V G业务开发总监Th o m a s  U h r m a n n表示：「3 D整合与工程设计材料逐渐成为半导体创新

的驱动力，并带动晶圆对晶圆混合键合技术的需求。若要最佳化此关键制程技术，以因应新

应用的需求，首先要对整个制程链的整合议题有透彻了解，透过与业界伙伴合作，例如与应

用材料公司建立的合作关系，我们可以与制程设备公司共享资料，并学习对方的长处，进而



协同最佳化我们的解决方案，更有效地解决客户在制造方面的重要问题。」  

应用材料公司先进封装业务开发总经理文森特 ‧  迪卡普里奥 ( V i n c e n t  D i C a p r i o )表示：「透

过与贝思半导体和E V G等产业伙伴的合作，应用材料公司能为客户提供所需的专业能力与技

术，以加速裸晶对晶圆、晶圆对晶圆混合键合技术的开发与采用，随着愈来愈多芯片制造商

使用异质整合技术来实现P P A C t目标，应用材料公司期待能在这个生态系统中做出更多贡献

。」  

利用更大面积、更先进的基板获得P P A C优势  

由于芯片制造商不断在精密的2 . 5 D与3 D封装设计中植入更多芯片，使得更先进基板的需求

与日俱增。应用材料公司也运用最近收购的Ta n g o  S y s t e m s提供的先进面板制程技术，来增

加封装尺寸与互连密度。相较于晶圆尺寸的基板，5 0 0  m m 2以上的面板尺寸基板能够封装更

多芯片，进而提升芯片的成本效益、功率与效能。  

 

随着客户开始采用这些较大面板尺寸的基板，应用材料公司也透过旗下的显示器事业群提供

大面积的材料工程技术，包括沉积、电子束测试 ( e B e a m  t e s t i n g )、扫描式电子显微镜

( S E M )检测与量测，以及针对缺陷分析的聚焦离子束 ( F I B )。  
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